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(57)【要約】
【課題】優れた放熱性および絶縁性を有し、且つ質量が
軽いＬＥＤ照明装置用筐体を提供すること。
【解決手段】本発明のＬＥＤ照明装置用筐体は、ＬＥＤ
チップと、前記ＬＥＤチップを備えるＬＥＤパッケージ
とのうちの少なくともいずれか一方の発光素子２０を搭
載するＬＥＤ照明装置用筐体１０であって、荷重たわみ
温度が１００℃以上であり、体積固有抵抗が１０３Ω・
ｃｍ以上であり、且つ、前記発光素子における接合温度
が１５０℃以下となる熱伝導性を有する熱可塑性樹脂成
形体１１と、前記熱可塑性樹脂成形体１１に設けられた
導電性部材１２とを備えることを特徴とするものである
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップを備えるＬＥＤパッケージとのうちの少なくともい
ずれか一方の発光素子を搭載するＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　荷重たわみ温度が１００℃以上であり、体積固有抵抗が１０３Ω・ｃｍ以上であり、且
つ、前記発光素子における接合温度が１５０℃以下となる熱伝導性を有する熱可塑性樹脂
成形体と、前記熱可塑性樹脂成形体に設けられた導電性部材とを備えることを特徴とする
ＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項２】
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂成形体は、熱伝導率が０．９Ｗ／ｍｋ以上である
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂成形体は、一体成形により前記導電性部材が設けられたものである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記導電性部材は、ＬＥＤチップまたはＬＥＤパッケージのための電極である
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂成形体は、前記発光素子が配設され、前記発光素子からの光を反射す
る光反射面を有する発光素子配設空間が形成されているものである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂成形体は、放熱用フィンが一体に形成されているものである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂成形体が、下記成分（Ａ）、下記成分（Ｂ）および下記成分（Ｃ）を
下記の範囲内で含有する熱可塑性樹脂組成物からなる
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
（Ａ）ポリブチレンテレフタレート、ポリアリーレンサルファイド、液晶ポリマー、シン
ジオタクチックポリスチレン、ポリフタルアミドおよびポリカーボネートからなる群から
選択される少なくとも一つの熱可塑性樹脂：２０質量％以上６５質量％以下
（Ｂ）酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭化ケイ素、タルク、窒化アルミニウムお
よび窒化ホウ素からなる群から選択される少なくとも一つの無機系フィラー：１５質量％
以上６０質量％以下
（Ｃ）ガラス繊維および炭素繊維からなる群から選択される少なくとも一つの無機系繊維
：５質量％以上４５質量％以下
（前記各成分の配合量は、成分（Ａ）から成分（Ｃ）までの合計量に対する質量分率であ
る）
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂がポリアリーレンサルファイドである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項９】
　請求項８に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
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　前記ポリアリーレンサルファイドがポリフェニレンサルファイドである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項１０】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　前記熱可塑性樹脂がポリカーボネートである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体であって、
　無機系フィラーが、タルク、窒化アルミニウムおよび窒化ホウ素からなる群から選択さ
れる少なくとも一つである
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載のＬＥＤ照明装置用筐体、並びに前
記ＬＥＤ照明装置用筐体に搭載された、ＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップを備えるＬＥ
Ｄパッケージとのうちの少なくともいずれか一方の発光素子を備えることを特徴とするＬ
ＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明装置用筐体およびＬＥＤ照明装置に関し、より詳しくは、屋内用
照明、屋外用照明、車載用照明などに好適に用いることができるＬＥＤ照明装置用筐体お
よびＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置として、従来から白熱電球、蛍光ランプ、高圧放電ランプなどが使用されてい
る。これらの照明装置に変わる新しい照明装置として、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用い
たＬＥＤ照明装置の研究が進められている。このようなＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤパッケ
ージと、そのＬＥＤパッケージを搭載するための基板と、その基板や電源回路などを収納
する筐体とを備えている。そして、このようなＬＥＤ照明装置においては、ＬＥＤの輝度
向上や寿命の観点から、ＬＥＤの発光により生じた熱を放熱することが要求されており、
基板の筐体としては放熱性に優れる金属からなるものが用いられている。
　また、基板における放熱性を向上させる技術として、例えば、金属をベース材料とする
基板を用いたＬＥＤ照明装置（特許文献１参照）が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１２４５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、金属からなる筐体を用いる場合には、放熱性の点では優れるものの、筐
体の質量が比較的に重くなるという不都合や、感電のおそれがあるという不都合がある。
また、特許文献１に記載のＬＥＤ照明装置は、基板に絶縁処理を施すことが必要となると
共に、絶縁性維持の点から金属からなる筐体に固定する方法に制約がある点で未だ十分な
ものではない。また、基板の質量が比較的に重くなるという不都合もある。
　そこで、本発明は、優れた放熱性および絶縁性を有し、且つ質量が軽いＬＥＤ照明装置
用筐体、およびそれを用いたＬＥＤ照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決すべく、本発明は、以下のようなＬＥＤ照明装置用筐体およびＬＥＤ照
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明装置を提供するものである。
　すなわち、本発明のＬＥＤ照明装置用筐体は、ＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップを備
えるＬＥＤパッケージとのうちの少なくともいずれか一方の発光素子を搭載するＬＥＤ照
明装置用筐体であって、荷重たわみ温度が１００℃以上であり、体積固有抵抗が１０３Ω
・ｃｍ以上であり、且つ、前記発光素子における接合温度（ジャンクション温度）が１５
０℃以下となる熱伝導性を有する熱可塑性樹脂成形体と、前記熱可塑性樹脂成形体に設け
られた導電性部材とを備えることを特徴とするものである。
【０００６】
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂成形体は、熱伝導率が０
．９Ｗ／ｍｋ以上であることが好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂成形体は、一体成形によ
り前記導電性部材が設けられたものであることが好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記導電性部材は、ＬＥＤチップまたはＬ
ＥＤパッケージのための電極であることが好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂成形体は、前記発光素子
が配設され、前記発光素子からの光を反射する光反射面を有する発光素子配設空間が形成
されているものであることが好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂成形体は、放熱用フィン
が一体に形成されているものであることが好ましい。
【０００７】
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂成形体が、下記成分（Ａ
）、下記成分（Ｂ）および下記成分（Ｃ）を下記の範囲内で含有する熱可塑性樹脂組成物
からなることが好ましい。
（Ａ）ポリブチレンテレフタレート、ポリアリーレンサルファイド、液晶ポリマー、シン
ジオタクチックポリスチレン、ポリフタルアミドおよびポリカーボネートからなる群から
選択される少なくとも一つの熱可塑性樹脂：２０質量％以上６５質量％以下
（Ｂ）酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭化ケイ素、タルク、窒化アルミニウムお
よび窒化ホウ素からなる群から選択される少なくとも一つの無機系フィラー：１５質量％
以上６０質量％以下
（Ｃ）ガラス繊維および炭素繊維からなる群から選択される少なくとも一つの無機系繊維
：５質量％以上４５質量％以下
（前記各成分の配合量は、成分（Ａ）から成分（Ｃ）までの合計量に対する質量分率であ
る）
【０００８】
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂がポリアリーレンサルフ
ァイドであることが好ましい。また、このような場合、前記ポリアリーレンサルファイド
がポリフェニレンサルファイドであることがより好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、前記熱可塑性樹脂がポリカーボネートであ
ることが好ましい。
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体においては、無機系フィラーが、タルク、窒化アルミニ
ウムおよび窒化ホウ素からなる群から選択される少なくとも一つであることが好ましい。
ことを特徴とするＬＥＤ照明装置用筐体。
【０００９】
　本発明のＬＥＤ照明装置は、前記ＬＥＤ照明装置用筐体、並びに前記ＬＥＤ照明装置用
筐体に搭載された、ＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップを備えるＬＥＤパッケージとのう
ちの少なくともいずれか一方の発光素子を備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、優れた放熱性および絶縁性を有し、且つ質量が軽いＬＥＤ照明装置用
筐体、およびそれを用いたＬＥＤ照明装置を提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一実施形態にかかるＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　［実施形態］
　図１は第一実施形態にかかるＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。図２は図１のＩＩ－
ＩＩ断面図である。
【００１３】
　（ＬＥＤ照明装置およびＬＥＤ照明装置用筐体の構成）
　図１に示すＬＥＤ照明装置１００は、ＬＥＤ照明装置用筐体１０と、発光素子２０と、
電源回路３０とを備えている。また、図１に示すように、ＬＥＤ照明装置用筐体１０は、
熱可塑性樹脂成形体１１と、熱可塑性樹脂成形体１１に設けられた導電性部材１２とを備
えている。そして、ＬＥＤ照明装置用筐体１０には、内部に例えば円筒状の空間が設けら
れており、その空間に電源回路３０が収納され、蓋４０がされているかまたはエポキシ、
シリコーンなどの封止剤にて封止されている。また、導電性部材１２は、発光素子２０と
電源回路３０とを電気的に接続している。
【００１４】
　発光素子２０としては、ＬＥＤチップ、ＬＥＤパッケージを挙げられる。これらは１種
を単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。なお、ＬＥＤパッケージ
は、ＬＥＤチップを少なくとも一つ備えるものである。
　電源回路３０としては、例えば、ＡＣ－ＤＣコンバーター（家庭用交流をＬＥＤが駆動
する直流に変換するコンバーター）、変圧器などが挙げられる。これらは１種を単独でま
たは２種以上を組み合わせて使用することができる。
　蓋４０は、電源回路３０が収納される空間を覆うものである。蓋４０の材質は特に限定
されないが、以下説明する熱可塑性樹脂成形体１１と同一の材質からなるものを用いるこ
とが好ましい。なお、蓋４０の代わりに、エポキシ、シリコーンなどの封止剤にて封止さ
れていてもよい。このように封止剤により封止（ポッティング）することにより、電源回
路３０のより確実な防水を図ることができる。
　導電性部材１２は、ＬＥＤ照明装置１００に用いられる部材を電気的に接続するための
ものであり、例えば、ＬＥＤチップまたはＬＥＤパッケージのための電極である。このよ
うな導電性部材１２は、熱可塑性樹脂成形体１１に設けられている。また、導電性部材１
２は、回路パターンであってもよい。
【００１５】
　熱可塑性樹脂成形体１１は、荷重たわみ温度が１００℃以上であり、体積固有抵抗が１
０３Ω・ｃｍ以上であり、且つ、発光素子２０における接合温度が１５０℃以下となる熱
伝導性を有するものである。
　熱可塑性樹脂成形体１１の荷重たわみ温度が１００℃未満の場合には、製造時にかかる
熱やＬＥＤの発光により生じた熱により変形するおそれがある。また、熱可塑性樹脂成形
体１１の荷重たわみ温度は、実装工程でのハンダ適用の観点から、１８０℃以上であるこ
とがより好ましい。なお、荷重たわみ温度は、ＡＳＴＭ　Ｄ６４８に記載の方法に準拠し
て測定することができる。
　熱可塑性樹脂成形体１１の体積固有抵抗が１０３Ω・ｃｍ未満の場合には、ＬＥＤ照明
装置用筐体における絶縁性が不十分となる。また、熱可塑性樹脂成形体１１の体積固有抵
抗は、絶縁性の観点から、１０１５Ω・ｃｍ以上であることがより好ましい。なお、体積
固有抵抗は、ＡＳＴＭ　Ｄ２５７に記載の方法に準拠して測定することができる。
　発光素子２０における接合温度が１５０℃を超える熱伝導性を熱可塑性樹脂成形体１１
が有する場合には、発光素子２０が発熱により熱破壊すると共に、熱可塑性樹脂成形体１
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１が発光素子２０との接合部の熱により変形するおそれがある。なお、発光素子２０にお
ける接合温度は、発光素子２０としてＬＥＤパッケージが実装された電極（－）の直下に
熱電対を挿入し、ＬＥＤパッケージに２００ｍＡの電流を流したときの接合部の温度を測
定する方法により測定することができる。
【００１６】
　また、熱可塑性樹脂成形体１１の熱伝導率は、放熱性の観点から、０．９Ｗ／ｍｋ以上
であることが好ましく、１．５Ｗ／ｍｋ以上であることがより好ましい。なお、熱伝導率
は、熱可塑性樹脂成形体１１の熱伝導性を示すパラメータであり、ホットディスク法によ
り測定することができる。
【００１７】
　本発明においては、図１に示すように、熱可塑性樹脂成形体１１は、発光素子２０が配
設され、発光素子２０からの光を反射する光反射面１３を有する発光素子配設空間１４（
図１において発光素子２０が配置されている空間）が形成されているものであることが好
ましい。このような発光素子配設空間１４に発光素子２０が配置されることにより、ＬＥ
Ｄ照明装置１００において発光素子２０からの光をより効率よく利用することができる。
　また、図１に示すように、熱可塑性樹脂成形体１１は、放熱用フィンが一体に形成され
ているものであることが好ましい。このような放熱用フィンが一体に形成されていること
により、ＬＥＤ照明装置１００における放熱性を向上させることができる。
【００１８】
　（ＬＥＤ照明装置用筐体の製造方法）
　熱可塑性樹脂成形体１１および導電性部材１２を備えるＬＥＤ照明装置用筐体１０は、
熱可塑性樹脂成形体１１が以下説明するように成形性の優れる熱可塑性樹脂組成物からな
るものであるため、例えば、下記方法（i）から方法（v）までに示すような方法により作
製することができる。
方法（i）：熱可塑性樹脂組成物の射出成形時に導電性部材１２をインサート成形する一
体成形により、熱可塑性樹脂成形体１１に導電性部材１２を設けてＬＥＤ照明装置用筐体
１０を作製する方法。
方法（ii）：熱可塑性樹脂組成物の射出成形時に金型内に金属箔を配置しておくインモー
ルド成形により、熱可塑性樹脂成形体１１に金属箔を設け、その後、エッチングによるパ
ターン形成により導電性部材１２を形成してＬＥＤ照明装置用筐体１０を作製する方法。
方法（iii）：成形後の熱可塑性樹脂成形体１１に、導電性部材１２を圧入してＬＥＤ照
明装置用筐体１０を作製する方法。
方法（iv）：熱プレスにより、成形後の熱可塑性樹脂成形体１１に金属箔を設け、その後
、エッチングによるパターン形成により導電性部材１２を形成してＬＥＤ照明装置用筐体
１０を作製する方法。
方法（v）：成形後の熱可塑性樹脂成形体１１にメッキ法または印刷法により導電性部材
１２を形成してＬＥＤ照明装置用筐体１０を作製する方法。
【００１９】
　これらの方法の中でも、製造工程の簡略化という観点から、方法（i）および方法（ii
）のような一体成形による方法を採用することが好ましく、方法（i）を採用することが
より好ましい。
【００２０】
　（熱可塑性樹脂成形体の構成材料）
　熱可塑性樹脂成形体１１が、下記成分（Ａ）、下記成分（Ｂ）および下記成分（Ｃ）を
下記の範囲内で含有する熱可塑性樹脂組成物（以下、単に本樹脂組成物という場合がある
）からなることが好ましい。
（Ａ）ポリブチレンテレフタレート、ポリアリーレンサルファイド、液晶ポリマー、シン
ジオタクチックポリスチレン、ポリフタルアミドおよびポリカーボネートからなる群から
選択される少なくとも一つの熱可塑性樹脂：２０質量％以上６５質量％以下
（Ｂ）酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭化ケイ素、タルク、窒化アルミニウムお
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よび窒化ホウ素からなる群から選択される少なくとも一つの無機系フィラー：１５質量％
以上６０質量％以下
（Ｃ）ガラス繊維および炭素繊維からなる群から選択される少なくとも一つの無機系繊維
：５質量％以上４５質量％以下
（前記各成分の配合量は、前記成分（Ａ）から前記成分（Ｃ）までの合計量に対する質量
分率である）
【００２１】
　前記成分（Ａ）において、液晶ポリマーとしては、例えば、ザイダー（商品名）やベク
トラ（商品名）などに代表される全芳香族ポリエステルが挙げられる。
　前記成分（Ａ）の中でも、成形性（流動性、耐熱性、成形品のウエルド強度）の観点か
らは、ポリアリーレンサルファイドを用いることが好ましい。このようなポリアリーレン
サルファイドは、繰り返し単位が下記一般式（１）：
－（Ａｒ－Ｓ）－　　・・・（１）
で示される重合体である。なお、前記一般式（１）中、Ａｒはアリーレン基、Ｓは硫黄を
示す。
　また、前記ポリアリーレンサルファイドの中でも、アリーレン基がフェニレン基である
ポリフェニレンサルファイドを用いることが好ましい。このようなポリフェニレンサルフ
ァイドとしては、前記アリーレン基が例えば下記構造式で表されるポリフェニレンサルフ
ァイドが挙げられる。
【００２２】
【化１】

【００２３】
　これらのフェニレン基からなるポリフェニレンサルファイドは、同一の繰り返し単位か
らなるホモポリマー、２種以上の異なるフェニレン基からなるコポリマーおよびこれらの
混合物のいずれでもよい。
【００２４】
　また、前記ポリアリーレンサルファイドは、本発明の効果を損なわない範囲で、そのポ
リマー鎖の一部が他のポリマーで置換されていてもよい。このように置換するポリマーと
しては、例えば、ポリアミド系ポリマー、ポリエステル系ポリマー、ポリアリーレンエー
テル系ポリマー、ポリスチレン系ポリマー、ポリオレフィン系ポリマー、含フッ素ポリマ
ー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、シリコーン系エラスト
マーなどが挙げられる。
　このようなポリアリーレンサルファイドは、例えば、特公昭４５－３３６８号公報、特
公昭５２－１２２４０号公報などに記載の方法により製造することができる。なお、前記
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ポリアリーレンサルファイドは、空気中で加熱して高分子量化してもよく、また、酸無水
物等の化合物を用いて化学修飾してもよい。
【００２５】
　一方、前記成分（Ａ）の中でも、製品落下強度（耐衝撃性）および塗装性の観点からは
、ポリカーボネートを用いることが好ましい。
【００２６】
　前記成分（Ａ）の配合量は前記成分（Ａ）から前記成分（Ｃ）までの合計量に対して２
０質量％以上６５質量％以下であり、より好ましくは２０質量％以上５５質量％以下、特
に好ましくは２０質量％以上４５質量％以下である。前記成分（Ａ）の配合量が２０質量
％未満の場合、本樹脂組成物の成形性が著しく低下し、所望の形状が得られないおそれが
ある。一方、成分（Ａ）の配合量が６５質量％を超える場合、本樹脂組成物からなる熱可
塑性樹脂成形体１１の熱伝導率が向上しないおそれがある。
【００２７】
　前記成分（Ｂ）は、熱伝導率が５Ｗ／ｍｋ以上であるものであることが好ましい。前記
成分（Ｂ）の中でも、電気特性の観点からは、窒化アルミニウムまたは窒化ホウ素を用い
ることが好ましい。また、コストなどの観点からは、タルクを用いることが好ましい。
【００２８】
　前記成分（Ｂ）の配合量は前記成分（Ａ）から前記成分（Ｃ）までの合計量に対して１
５質量％以上６０質量％以下であり、好ましくは２０質量％以上６０質量％以下である。
成分（Ｂ）の配合量が１５質量％未満の場合、本樹脂組成物からなる熱可塑性樹脂成形体
１１の熱伝導率が向上しないおそれがある。一方、成分（Ｂ）の配合量が６０質量％を超
える場合、本樹脂組成物の成形性が著しく低下するおそれがある。
【００２９】
　本発明で用いるガラス繊維（成分（Ｃ））は、その断面について特に制限はなく、その
断面は扁平形状でもよく、円形状でもよい。また、その繊維長についても特に制限はない
が、製造上の利便性の観点から、繊維長が１ｍｍ以上５ｍｍ以下であることが好ましい。
　本発明で用いる炭素繊維（成分（Ｃ））としては、例えばチョップストランドを用いる
ことができる。また、このようなチョップストランドとしては、製造上およびハンドリン
グ上の利便性の観点から、直径が１μｍ以上１０μｍ以下で繊維長が１ｍｍ以上５ｍｍ以
下のものを用いることが好ましい。
　これらのガラス繊維および炭素繊維は、前記熱可塑性樹脂との接着強度を高める目的な
どで、その表面を有機化合物でコーティングしてもよい。また、多数のガラス繊維および
炭素繊維を有機化合物で収束するなどの処理を施してもよい。
【００３０】
　前記成分（Ｃ）の配合量は前記成分（Ａ）から前記成分（Ｃ）までの合計量に対して５
質量％以上４５質量％以下であり、好ましくは５質量％以上４０質量％以下である。成分
（Ｃ）の配合量が５質量％未満の場合、本樹脂組成物からなる熱可塑性樹脂成形体１１の
ハンダ耐熱性（荷重たわみ温度）が低くなるおそれがある。一方、成分（Ｃ）の配合量が
４５質量％を超える場合、本樹脂組成物からなる熱可塑性樹脂成形体１１の熱伝導率が向
上しないおそれがある。
【００３１】
　本樹脂組成物は、前記成分（Ａ）、前記成分（Ｂ）および前記成分（Ｃ）のみからなっ
ていてもよい。また、本樹脂組成物は、これら成分の他に以下の樹脂添加剤を含んでいて
もよい。
【００３２】
　本樹脂組成物は、本発明の効果を損ねない範囲で、例えば顔料（着色剤）、離型剤、可
塑剤、難燃剤、酸化防止剤、赤外輻射向上剤、金属不活性化剤および相容化剤などの樹脂
添加剤を含むことができる。
【００３３】
　本樹脂組成物は、放熱部材として金属を含まない。従って、本樹脂組成物は成形性に優



(9) JP 2011-216437 A 2011.10.27

10

20

30

40

50

れ、安価に製造することができ、質量が軽いという利点がある。また、本樹脂組成物は金
属と比べて高い体積固有抵抗を有するため、発光素子２０を極性の異なる電極双方に同時
に接触することができる。
【００３４】
　（熱可塑性樹脂成形体の成形方法）
　熱可塑性樹脂成形体１１の成形方法は特に限定されないが、例えば公知の溶融混練法に
よって混練したペレットを、射出成形などにより成形することができる。また、このよう
なペレットを作製する方法としては、例えば、原料をヘンシェルミキサー、スーパーフロ
ーターなどの混合機で均一に混合した後、単軸あるいは２軸混練押出機、バンバリーミキ
サー、ニーダー、ミキシングロールなどの公知の溶融混合機に供給して、例えばＰＰＳ樹
脂の場合には、２８０℃以上３８０℃以下の温度で混練することにより作製する方法を採
用することができる。
【００３５】
　このようにペレットを作製する場合において、原料の混合順については特に限定はない
。例えば、全ての原材料を一緒に配合してもよく、一部の原材料を配合して混練し、その
後、残りの原材料を配合し混練してもよい。さらには、一部の原材料を配合後、単軸ある
いは２軸押出機により混練し、混練中にサイドフィーダーを用いて残りの原材料を混合し
てもよい。また、例えば樹脂添加剤などの少量添加成分については、射出成形などにより
成形体を製造する際に添加してもよい。
【００３６】
　［実施形態の変形例］
　なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記し
た実施形態に限定されるものではなく、本発明の構成を備え、目的および効果を達成でき
る範囲内での変形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。
また、本発明を実施する際における具体的な構造および形状などは、本発明の目的および
効果を達成できる範囲内において、他の構造や形状などとしても問題はない。
【００３７】
　例えば、前記した実施形態では、発光素子２０としてＬＥＤパッケージを一つ備えるＬ
ＥＤ照明装置１００を示したが、本発明にあっては、発光素子２０を複数備える場合や、
ＬＥＤチップおよびＬＥＤパッケージをそれぞれ備える場合も含む。さらには、ＬＥＤ照
明装置１００は、必要に応じて、発光素子２０以外の半導体部材を備えていてもよく、そ
の場合、このような半導体部材を電気的に接続するための導電性部材１２をさらに設けて
もよい。
【実施例】
【００３８】
　次に、本発明を実施例および比較例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの
例によってなんら限定されるものではない。なお、各例におけるＬＥＤ照明装置用筐体（
試料）の性能（熱伝導率、荷重たわみ温度、発光素子における接合温度、ハンダリフロー
性、体積固有抵抗）は以下に示す方法で求めた。また、実施例においては、以下に示す熱
可塑性樹脂、無機系フィラーおよび無機系繊維を用いた。
【００３９】
　（Ｉ）評価方法
　（i）熱伝導率
　熱伝導率測定装置ＴＰＡ－５０１（京都電子工業株式会社製）を用いてホットディスク
法スラブシートモードにて試料の熱伝導率を測定した。
　（ii）荷重たわみ温度
　ＡＳＴＭ　Ｄ６４８に記載の方法に準拠し、荷重０．４５ＭＰａ下での試料の荷重たわ
み温度を測定した。
　（iii）発光素子における接合温度
　ＬＥＤ照明装置用筐体にＬＥＤパッケージ（日亜化学工業社製、白色チップタイプＬＥ
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Ｄ　ＮＳ６Ｗ０８３Ｔ）を実装し、その電極（－）の直下に熱電対を挿入したものを試料
とした。そして、ＬＥＤパッケージに２００ｍＡの電流を流したときの温度を測定し、以
下に示すようなＬＥＤパッケージメーカーで行われている方法により、発光素子における
接合温度Ｔｊを推定した。すなわち、電極（－）の直下のカソード電極温度Ｔｓを測定し
、その測定値、ダイスからカソード電極までの熱抵抗値Ｒｊｓ、および投入電力値Ｗから
、下記数式（Ｆ１）：
Ｔｊ＝Ｔｓ＋Ｒｊｓ・Ｗ　・・・（Ｆ１）
を用いて、接合温度Ｔｊを算出することにより推定できる。
　（iv）ハンダリフロー性
　下記熱処理条件にてハンダリフロー炉内（株式会社タムラ製作所製、ＴＡＳ２０－１５
Ｎ）に通して、熱処理後の試料の外形寸法を顕微鏡で観察した。試料の幅、高さおよび奥
行の全ての寸法変化が０．０５％以内であったときは「○」と判定し、それ以外の場合は
「×」と判定した。
ハンダリフロー炉内の熱処理条件：
１５０℃で１２０秒熱処理→（昇温速度：１５℃／分）→
１８０℃で６０秒熱処理→（昇温速度：３０℃／分）→
２１０℃で６０秒熱処理→（降温速度：３０℃／分）→室温
　（v）体積固有抵抗
　ＡＳＴＭ　Ｄ２５７に記載の方法に準拠し、試料の体積固有抵抗を測定した。
【００４０】
　（ＩＩ）実施例で用いた熱可塑性樹脂、無機系フィラーおよび無機系繊維
ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）：Ｎ１３００（三菱レーヨン株式会社製）
ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）：Ｈ１Ｇ（大日本インキ化学工業株式会社製）
液晶ポリマー（ＬＣＰ）：ＮＸ１０１（ガラス繊維含有量３０重量％、新日本石油株式会
社製）
シンジオタクチックポリスチレン（ＳＰＳ）：３００ＺＣ（出光興産株式会社製）
ポリフタルアミド（ＰＰＡ）：ＥＴ１００１（ソルベー社製）
ポリカーボネート（ＰＣ）：Ａ１９００（出光興産株式会社製）
窒化アルミニウム：グレードＨ（株式会社トクヤマ製）
窒化ホウ素：グレードＨＧＰ（電気化学工業株式会社製）
酸化アルミニウム：Ｈ－３２Ｉ（昭和電工社製）
酸化マグネシウム：グレードクールフィラーＴＭ ＣＦ（タテホ化学工業株式会社製）
タルク：ＳＷ－ＡＣ（浅田製粉社製）
ガラス繊維：ＣＳＧ３ＰＡ－８３０Ｓ（扁平ガラス繊維、日東紡株式会社製）
炭素繊維：ＴＲ０６ＵＢ４Ｅ（三菱レーヨン株式会社製）
【００４１】
　［実施例１から実施例８まで、および比較例１から比較例３まで］
　実施例１から実施例８まで、および比較例２から比較例３までにおいては、以下のよう
にしてＬＥＤ照明装置用筐体を得た。すなわち、先ず、成分（Ａ）の熱可塑性樹脂、成分
（Ｂ）の無機系フィラーおよび成分（Ｃ）の無機系繊維を、表１に示す配合比となるよう
にそれぞれ量りとった。この原料をドライブレンドして混合原料を調製し、二軸混練押出
機ＴＥＭ３７ＢＳ（東芝機械株式会社製）を用いて、所定の樹脂温度（ＰＰＳ樹脂ベース
（実施例２から実施例４、比較例１、および比較例２）の場合の温度は３２０℃）で溶融
混練して熱可塑性樹脂組成物を得た。その後、射出成形機ＩＳ８０ＥＰＮ（東芝機械社製
）を用い、所定の条件（ＰＰＳ樹脂ベース（実施例２から実施例４、比較例１、および比
較例２）の場合は樹脂温度３３０℃および金型温度１３５℃の条件）にて、熱可塑性樹脂
成形体１１が図１に示すような形状となり、且つ、導電性部材１２（電極）が熱可塑性樹
脂成形体１１と一体となるように、得られた熱可塑性樹脂組成物を成形してＬＥＤ照明装
置用筐体を得た。
　比較例１においては、図１に示すような形状の金属成形体（材質：アルミニウム）と、
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前記金属成形体に設けられ、ＬＥＤパッケージを搭載するための基板（材質：ガラスエポ
キシ基板、グレード：ＦＲ－４）とを備えるＬＥＤ照明装置用筐体を作製した。
　実施例および比較例で得られたＬＥＤ照明装置用筐体について、前記した方法で各性能
（熱伝導率、荷重たわみ温度、発光素子における接合温度、ハンダリフロー性、体積固有
抵抗）を評価し、結果を表１に示す。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
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　表１に示した結果から明らかなように、本発明のＬＥＤ照明装置用筐体（実施例１から
実施例８まで）は、優れた放熱性および絶縁性を有することが確認された。また、本発明
のＬＥＤ照明装置用筐体は、金属と比較して密度が低い熱可塑性樹脂組成物からなる成形
体を備えているので、比較的に質量が軽いものとなる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明のＬＥＤ照明装置用筐体およびＬＥＤ照明装置は、屋内用照明、屋外用照明、車
載用照明などに好適に用いることができる。
【符号の説明】
【００４５】
１０…ＬＥＤ照明装置用筐体
１１…熱可塑性樹脂成形体
１２…導電性部材
１３…光反射面
１４…発光素子配設空間
２０…発光素子
３０…電源回路
４０…蓋
１００…ＬＥＤ照明装置

【図１】 【図２】
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